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SiC MOSFET 芯片包装方式
•可以从以下选项中选择运输包装配置，以适应客户的晶圆/芯片的存储环境和各种芯片封装设备。
•如需了解外包装、内包装及其他包装要求的详细规格，请联系三菱电机。

未切割的晶圆
• 未切割的晶圆在专用盒中打包并运输。
• 未切割的晶圆比已切割的晶圆存放时间更
长，而且允许客户根据他们的制造需求优化
切割条件。
• 存储寿命: 1年*

切割后的晶圆
•切割后的晶圆以专用包装盒封装，并以晶
圆形式发货。
• 无需客户购买和维护切割设备。此外，还

简化了芯片贴装过程中的晶圆操作以及芯片
映射管理。
• 存储寿命: 3 个月 (从UV照射日期开始)*

芯片托盘
• 芯片在切片后会装入指定的托盘并运输。
• 与锯切晶圆相比，这种方式可以更有效利
用存储空间，延长存储寿命，更容易进行目
视检查，并且降低芯片接触或磨损的风险。
• 存储寿命: 1年*

卷带* 2027年4月量产可用.
• 芯片在切割后会被装入指定的卷带包装并
运输。
• 与芯片托盘相比，这种包装方式可以在贴
片过程中实现高速、连续供片，同时便于管
理芯片的方向和拾取位置。
• 存储寿命: 1年*
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*保存期限（不含运输期间）
条件：未开封状态，5°C ≤ Ta ≤ 30°C，45% ≤ RH ≤ 70%
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